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{54) Gekapselte unlésbare elektrische Leiterverbindung

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung
unlésbarer, gekapseiter Leiterverbindungen im Bereich der
Elektroinstallation, der Fernmeldetechnik, des
Elektrogerite- und Elektroaniagenbaues sowie eine
Verbindungshiilse aus Isofierstoff zur Durchfithrung des
Verfahrens. Ziel der Erfindung ist ein korrosionssichere
Verbindung von elektrischen Leitern, unabhangig vom
Leiterwerkstoff. Mit der Erfindung wird eine vollkommen
isolierte Kapselung der Leiterverbindung erreicht. Der
Ubergangswiderstand der Verbindung ist klein, die
Herstellung einfach und erfordert einen geringen
Zeitaufwand. In einer Verbindungshilse aus Kunststoff, die
mit sinem kontaktverbessernden Mittel teilweise gefiillt ist,
werden die abisolierten zu verbindenden Leiter in einer
Haiterung fixiert. Durch Drehen der Verbindungshtilse und
_Festhalten der Leiter am Hilseneingang erfolgt eine
Verdrillung, wobei die kontaktverbessernden Mittel eine
Reduzierung des Ubergangswiderstandes bewirken. Bei
der fertigen Verbindung wird durch die Isolierhiilse ein
Kontaktdruck auf die Verdrillung ausge(bt, und die
metallischen Leiter sind gegeniber der Aulenluft
gekapselt. Fig. 1
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Patentanspruch:

1. Gekapselte unidsbare elektrische Leiterverbindung unter Verwendung einer teilweise mit einem kontaktverbessernden Mittel
gefullten, aus Haltebereich, Kontaktbereich und Kapselungsbereich bestehenden Verbindungshiilse aus Isolierstoff,
gekennzeichnet dadurch, daB der Haltebereich (2) aus zwei unterschiedlichen hintereinander angeordneten
Querschnittsformen besteht, worin der obere Teil {4) fiir die Haiterung von vier Leitern und der untere Teil (3) flir zwei Leiter
derart gestaltet ist, dal® zwei gegentiberliegende Haitegravuren (12) des oberen Teiles {4) verjingt in den unteren Teil (3)
fortgesetzt werden und dort eine ovale Haltegravur (13) bilden und im Kontaktbereich (5) von der Hilsenwandung
ausgehende, radial nach dem Hiiiseninneren zugespitzte Druckrippen (15) angeordnet sind.

2. Elektrische Leiterverbindung nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daf der Abstandsdurchmesser {17) der Druckrippen
kleiner ist als der Verdrillungsdurchmesser (18) einer Zweileiterverbindung.

3. Elektrische Leiterverbindung nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daf die Verbindungshiise (1) aus durchsichtigern oder
durchscheinendem Isolierstoff besteht.

Hierzu 1 Seite Zeichnungen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine gekapselte unldsbare elektrisc};e Leiterverbindung im Bereich der Elektroinstallation, der
Fernmeldetechnik sowie des Elektrogerite- und Elektroanlagenbaues unter Verwendung einer Verbindungshllse aus
Isolierstoff. .

Charakteristik der bekannten technischen Lésungen

Unter Verwendung einer Verbindungshiilse aus Isolierstoff ist ein Verfahren zur Herstellung gekapselter uniésbarer elektrischer
Leiterverbindungen bekannt (WP HO 1R/265349 — 5), wobei die Verbindungshtilse aus einem Haltebereich, einem
Kontaktbereich und einem Kapselungsbereich besteht. Der Haltebereich hat innen eine der Leiteranzahi und dem
Leiterquerschnitt angepafte Aufnahme fiir die zu verbindenden Leiter und aulen mindestens zwei Schilisselflachen. Der
Kontaktbereich besitzt der Leiteranzahi angepafite Druckrippen, deren Abstandsdurchmesser kleiner ist als der Durchmesser der
verdrillten Verbindung. Die Druckrippen iben im Zusammenwirken mit dazwischen liegenden dinnen Wandungsteilen einen
Kontaktdruck auf die verdrillten Leiter aus.

Ist zum Beispiel die Verbindungshdise fiir eine Vierleiterverbindung ausgelegt, so sind im Haltebereich vier Aufnahmegravuren
und im Kontaktbereich vier Druckrippen vorhanden. Sollen mit dieser Verbindungshiise nur drei Leiter oder zwei Leiter
verbunden werden, so wird zusatzlich ein Flllkeil zwischen zwei benachbarte Druckrippen eingeschoben.

Dieses Einfiihren des Flllkeils stellt einen wesentlichen Nachteil der bekannten Losung dar. Besonders bei der Verbindung von
zwei Leitern wird damit im Haltebereich keine ausreichende Klemmwirkung und im Kontaktbereich ein ungenigender
Kontaktdruck erreicht. Es ist eine mangelhafte Fithrung der Leiter beim Einfilhren vorhanden und ein unzureichend fester Sitz der
Verbindungshiilse auf den verdriliten Leitern vor dem Abbinden der als Kleber verwendeten Tragersubstanz des Kontaktmittels.
Als weiterer Nachteit ist das Fehlen einer Kontrolimoglichkeit der hergestellten Verbindung anzusehen, so dafl ungenigend

" verdrillte Verbindungen nicht erkannt werden. ‘

Ziel der Erfindung

Das Ziel der Erfindung ist die Schaffung einer korrosionssicheren Verbindung von Zwei- und Mehrleiterkombinationen mit einer
Verbindungshiilse aus Isolierstoff ohne Verwendung zusétzlicher Elemente oder Blindleiter. g

Darlegung des Wesens der Erfindung

Die technische Aufgabe

_Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine sichere Halterung von Zwei- und Mehrleiterkombinationen fur den
Verdrillvorgang zu gewihrleisten sowie eine gute Kontaktgabe und Klemmwirkung gegen Abziehen der Verbindungshilse zu
realisieren. Gleichzeitig soll das Einfihren der Leiter erleichtert und eine Kontrollméglichkeit fir die hergestelite Verbindung
geschaffen werden. Weiter wird angestrebt, mit einer Verbindungshilse mindestens zwei Leiterquerschnitte zu erfassen, z.B.
1,5 mm?2 und 2,5 mm2 oder 4 mm2 und 6 mm?2,

-

Merkmaie der Erfindung -

@Erﬁndungsgemér& wird die Aufgabe dadurch gelést, daR der Haltebereich aus zwei unterschiedlichen hintereinander
angeordneten Querschnittsformen besteht, wobei der obere Teil fir die Halterung von vier Leitern und der untere Teil fir zwei
Leiter derart gestaltet ist, daf zwei gegeniberliegende Haltegravuren des oberen Teiles verjingt in den unteren Teil fortgesetzt
werden. Im Kontaktbereich sind von der Hilsenwandung ausgehende, radial nach dem Huiseninneren zugespitzte Druckrippen
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angeordnet. Dabei ist der Abstandsdurchmesser der Druckrippen im Ausgangszustand kieiner als der Verdrillungsdurchmesser
einer Zweileiterverbindung. Die Verbindungshilse wird aus einem Isolierstoff hergestellt, der den Verlauf der Verdrillung in der
Hiilse erkennen [&Rt. ' :

Ausfiithrungsbeispiel
Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausfuhrungsbeispielen erldutert. Die dazugehdrigen Zeichnungen zeigen:

Fig.1: eine Ansicht der Verbindungshiiise als Isometrie .

Fig.2: einen Querschnitt durch den oberen Teil des Haltebereiches

Fig.3:. einen Querschnitt durch den unteren Teil des Haltebereiches

Fig.4: einen Querschnitt durch den Kontaktbereich vor dem Verdrillen

Fig.5: einen Querschnitt durch den Kontaktbereich einer fertigen Zweileiterverbindung (kleiner Leiterdurchmesser)

Fig.6: einen Querschnitt durch den Kontaktbereich einer fertigen Vierleiterverbindung (groBer Leiterdurchmesser).

Die Verbindungshiilse 1 besteht aus dem Haltebereich 2 mit einem unteren Teil 3 und einem oberen Teil 4, dem Kontaktbereich

5 und dem Kapselungsbereich 6. Zunéchst werden zwei Leiter 7 auf einer Linge, die der Ldnge der Verbindungshiilse 1

entspricht, abiscliert und bis auf den Boden 8 der Verbindungshdilse 1 eingefiihrt. Weitere Leiter werden um die Lange des

unteren Teiles 3 des Haltebereiches 2 kilrzer abisoliert und bis in den oberen Teil 4 des Haltebereiches 2 eingeflhrt. Nach dem

Einfiihren aller zu verbindenden Leiter 7 schiieRt die isolation 9 der Leiter 7 mit dem Hillseneingang 10 des Kapselungsbereiches

6 ab. E

Die elektrischen Leiter 7 werden an ihrer Isolation 9 am Hiilseneingang 10 gehalten und die Verbindungshilse 1 mit einem

Werkzeug, welches an den Schidssetflachen 11 des oberen Teiles 4 des Haltebereiches 2 angesetzt wird, verdreht. Da die Enden
" der Leiter 7 im Haltebereich 2 fixiert sind, werden die Leiter 7 dadurch verdrilit.

Anhand der Figuren 2 bis 6 erfolgt die Beschreibung des Wirkmechanismus zur Herstellung unidsbarer gekapselter

Leiterverbindungen. . )

In Fig. 2 ist der Querschnitt durch den oberen Teil 4 des Haltebereiches 2 dargestelit. Vier Haltegravuren 12 sind kleeblattformig

angeordnet. Zwei gegeniberliegende Haltegravuren 12 werden verjingt in den unteren Teil 3 des Haltebereiches 2 fortgefiihrt,

so daR dort eine ovale Haltegravur 13 nach Fig.3 vorhanden ist.

Zwei der zu verbindenden Leiter 7 werden immer zuerst bis in die Haltegravur 13 des unteren Teils 3 des Haltebereiches 2

ingefihrt. Weitere Leiter 7 werden im oberen Teil 4 des Haltebereiches 2 gehaiten. Sind z.B. die Haltegravuren 12 und 13 fUr

Leiter 2,5 mm? ausgefiihrt, so gewdéhrleistet ihre unterschiedliche Gestaltung auch eine sichere Halterung von Leitern 1,5mm?

und beliebiger Kombinationen dieser Querschnitte. Auch Verbindungen und Kombinationen noch kieinerer Leiterquerschnitte

sind mit einer derartigen Verbindungshuise mdglich. Somit kommt man fiir Leiterverbindungen bis 6mm? mit nur zwei

unterschiedlich gorRen Verbindungshdisen aus. :

Die Fig.4 zeigt den Querschnitt des Kontaktbereiches 5 vor dem Verdrillen. Die Leiter 7 befinden sich in den

Einfihrungsaussparungen 14, die durch die Druckrippen 15 gebjidet werden. Die radial nach dem Hiilseninneren zugespitzten

Druckrippen 15 sind durch dinne Wandungsteile 16 miteinander verbunden. Der Abstandsdurchmesser 17 der Druckrippen 15

ist kleiner als der Verdrillungsdurchmesser 18 einer Zweileiterverbindung mit dem kieineren méglichen {eiterquerschnitt (also
"9 x 1,5mm? bei einer Verbindungshtilse 2,5 mm?). Beim Verdrillen werden die Druckrippen 15 je nach Anzahl und Querschnitt

der Leiter 7 mehr oder weniger weit abgebogen und Gben im Zusammenwirken mit den elektrischen Wandungsteilen 16 einen

Druck auf die Verdrillung aus. Damit wird ein zusétzlicher Kontaktdruck erzielt, welcher der Relaxation entgegenwirkt.

In Fig.5 und 6 sind die beiden Extremfalle fertiger Leiterverbindungen im Querschnitt durch den Kontaktbereich 5 dargestelit.

Dazwischen liegen die (ibrigen Kombinationen und Verbindungen. i

Die Verbindungshdilse 1 istim Ausgangszustand mit einer Tragersubstanz 19 gefiilit (z. B. ein Kleber), in welche Partikel eines

kontaktverbessernden Mittels 20 (z. B. Si0O,) eingelagert sind. .

An den metallischen Beriihrungsflachen 21 der Leiter 7 dringen die Partikel des kontaktverbessernden Mittels 20 in die

Oberflache der Leiter 7 ein und bewirken dort eine Verringerung des elektrischen Widerstandes. An den Berlhrungsflachen

22 zwischen denDruckrippen 15 und den Leitern 7 erfolgt eine Verklammerung mit erheblicher Erhdhung des

Reibungswiderstandes. Damit wird gin Abziehen der Verbindungshiilse 1 von der Leiterverbindung verhindert.

Im Kapselungsbereich 6 erfolgt der luftdichte AbschluR der Leiterverbindung. Die Tragersubstanz 18 wird beim EinfUhren der

Leiter 7 bis in den Kapselungsbereich 6 verdréngt, und beim Verdrillen wird die Leiterisolation 9 bis zum Beginn des

Kontaktbereiches 5 in den Kapselungsbereich 6 hineingezogen..

Die vollkommen geschiossene Ausfiihrung der Leiterverbindung ermdglicht keine Kontrolle des Verdrillungsgrades, so daf

subjektive Einfllisse wirksam werden kénnen. Die Verwendung eines durchsichtigen oder durchscheinenden Hiillsenwerkstoffes
|4kt von auRen die Verdrillung erkennen und eine qualitative Beufteilung durch Sichtkontrolle zu. '
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